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@ Chipkarte 

@ Eine Chipkarte weist einen Kartengrundkdrper, einen Chip 
und ein flexibles Substrat auf. Der Chip und ein Teil des 
flexibien Substrats stnd auf einer ersten Hauptoberflache 
des Kartengrundkorpers derart angeordnet, daS elektrisch 
leitfahige Bereiche des flexibien Substrats mit Anschlulibe- 
reichen des Chips elektrisch verbunden sind. Oas flexible 
Substrat ist urn zumindest eine Kante des Kartengrundkor- 
pers gebogen, derart, dafi ein Teil des flexibien Substrats 
auf einer zweiten Hauptoberfliche des Kartengrundkorpers 
angeordnet Ist. Scmit bllden die elektrisch leitfahigen Berei- 
che des flexibien Substrats Anschluiikontakte auf der ersten 
und der zweiten HauptoberflSche des Kartengrundkorpers. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung be2deht sich auf eine Chip- 
karte, die AnschluSkontakte auf beiden Hauptoberflk- 
chen derselben aufweist, so^e auf ein Verfahren zum 
Erzeugen von AnschluBkontakten auf beiden Haupt- 
oberfl&chen einer Chipkarte. 

Bei unter der Bezeichnung "Chipkarte" bekannten 
Karten handelt es sich urn dunne Kunststoffkarten mit 
mindestens einem Chip. Diese Karten sind fur den je 
nach Verwendungszweck notwendigen Informations- 
austausch zwischen Chip und SuBerer Peripherie mit 
einer oder mehreren AuBenkontaktierungen auf ihrer 
Oberflache fur einen elektrischen Abgriff versehen. Der 
InformationsfluB lauft dabei von dem Chip, der auch 
gehlust sein kann, Ciber eine Leiterplatte bzw. ein Sub- 
strat mit einer Leiterbahnstruktur zur KartenoberflSche 
und uber die KLartenauBenkontakte zur Peripherie. 

Die fortschreitenden Entwicklungen auf den techni- 
schen Gebieten der sogenannten Plastikkarten sowie 
der Mikroelektronik fQhrten zu der Integration von Sili- 
dumchips in dOnnen Kunststoffkarten. Heutzutage sind 
deriartige Chipkarten in vielerlei Formen in den unter- 
schiedlichsten Anwendungsgebieten anzutreffea Bei- 
spiele fOr kontaktbehaftete Chipkarten sind Speicher- 
chipkarten, beispielsweise die Teiefonkarte und die 
Krankenversicheningskarte, und Kfikroprozessorchip* 
karten, beispielsweise die Bankkarte oder Identifika- 
tionskarten. 

Der Aufbau und die Ausstattung derartiger Chipkar- 
ten mit unterschiedlichen Chips ist sehr vielfaltig. Obli- 
cherweise bestehen die Chipkarten aus einem Karten- 
rohling aus Kunststoff mit einer Vertiefung und einem 
darin eingelassenen ModuL Das Modul besteht aus ei- 
nem Trager (Epoxid-Glasgewebe, laminiertes Epoxid 
oder Polyester) mit Leiterbahnstruktur, dem Halbleiter- 
chip und den Aufienkontakten. Die Leiterbahnstruktur 
besteht in den meisten Fallen nur aus den AuBenkontak- 
ten. Der Chip ist relativ dazu gegentiberiiegend mon- 
tiert und kontaktiert 

Derartige Chipkarten eriauben einen Informations- 
austausch zwischen der Peripherie, d h. dem Leseger^t, 
und dem Chip fiber die auf der Oberflache der Karte 
angebrachten AuBenmetallisierungen bzw. AuBenkon- 
tal^e. Oblicherweise wud fOr die Kontaktierung meist 
einer der in der ISO-Norm 7816 Teil 1 festgelegten 
Kontakte verwendet 

Die beschriebenen Chipkarten sind jedoch nachteilig 
dahingehend, daB sie nur Kontakte auf emer Seite der 
Kartenoberflache aufweisen. Mit der oben beschriebe- 
nen Moduitechnologie und den dabei zur Anwendung 
kommenden einseitigen Tragem ist eine Aufteilung der 
AuBenkontakte auf beide Kartenseiten bisher nicht 
praktikabeL Es existiert zwar prinzipiell die Moglich- 
keit, zweiseitige AuBenkontaktierungen auf einer Chip- 
karte unter Verwendung von Mehrschichtsubstraten zu 
entwickeln. Jedoch ist der technische und wirtschaftli- 
che Aufwand bei einem derartigen Aufbau fur die 
hauptsachiich im Niedrig-Preis-Segment angesiedelten 
Chipkarten zu hocL 

Ausgehend von dem genannten Stand der Technik 
liegt der vorliegenden Erfmdung die Aufgabe zugrunde» 
eine Chipkarte mit AnschluBkontakten auf zwei Haupt- 
oberfladien derselben zu schaffen, die einen einfadien 
Aufbau aufweist, sowie ein einfaches Verfahren zum 
Erzeugen von AnschluBkontakten auf zwd Hauptober- 
flachen einer Chipkarte zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte gem§B An- 
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spruch 1 und ein Verfahren gemaB Anspruch 8 geldst 

Die vorliegende Erfindung schaf ft dne Chipkarte mit 
emem Kartengnmdkdrper, einem Chip und einem flexi- 
blen Substrat, wobei der Qiip und ein Tell des flexiblen 
5 Substrats auf einer erstenHauptoberflfiche des Karten- 
kdrpers derart angeordnet smd, daB elektiisch leitflhige 
Bereiche des flexiblen Substrats mit AnschiuBbereichen 
des Chips elektrisch verbunden sind, wobei das flexible 
Substrat um zumindest eine Kante des Kartengrund- 

10 korpers gebogen ist, derart, daB ein Teil des flexiblen 
Substrats auf einer zweiten HauptoberflUche des Kar- 
tengrundkorpers angeordnet ist, und wobei die elek- 
trisch leitfahigen Bereiche des flexiblen Substrats die 
Anschlufikontakte auf der ersten und der zweiten 

15 Hauptoberflache des Kartengrundkorpers defmierea 
Die vorliegende Erfindung schafft femer ein Verfah- 
ren zum Erzeugen von AnschluBkontakten auf zwei 
Hauptoberflachen einer Chipkarte mit den Schritten 
des Bereitstellens eines Kartengrundkorpers, des Auf- 

20 bringens eines Tails eines flexiblen Substrats, das elek- 
trisch leitfahige Bereiche aufweist, auf eine erste Haupt- 
oberflache des Kartengrundkdrpers, derart, daB ein TeH 
des flexiblen Substrats fiber eine Kante des Karten- 
grundkdrpers vorsteht, und des Biegens des vorstehen- 

25 den Teiis des flexiblen Substrats um die Kante des Kar- 
tengrundkdrpers, derart, daB ein Teil des flexiblen Sub- 
strats auf der zweiten Hauptoberflache des Karten- 
grundkorpers zu liegen kommt, wobei die elektrisch 
leitfahigen Bereiche des Substrats die AnschluBkontak- 

30 te auf der ersten und der zweiten Hauptoberflache des 
Kartengrundkorpers defmieren. 

Die vorliegende Erfindung ermoglicht es, gleichzeitig 
auf zwei gegenuberliegenden Oberflachen einer Chip- 
karte AuBenkontakte zu erzeugen. Durch AuBenkon- 

35 takte, die auf zwei Hauptoberflichen einer Chipkarte 
angeordnet sind, IfiBt sich erne Vielzahl von Vorteilen 
realisieren. 

je nach Kontakt-Belegung und -Layout beinhaltet die 
zweiseitig kontaktbehaftete Chipkarte die prinzipielle 

40 Moglichkeit zur Stapelbarkeit Diese entsteht dadurch, 
daB beim Cbereinanderlegen mehrerer Chipkarten die 
AuBenanschlusse der Oberseite der einen Karte mit de- 
nen der Unterseite einer darfiber befindlichen Karte 
einen Kontakt bilden. 

45 Bei AuBenkontakten auf beiden Hauptoberfl&chen ei- 
ner Chipkarte, d. h. einer zweiseidgen Kontaktbelegung 
der Chipkarte, kann je nadi AnschluB-Layout und -Be- 
legung die Ausrichtung der Karte m einem Lesegerat 
beliebig sein. Da ein Abgri^ von zwei gegenfiberliegen- 

50 den Kartenseiten moglich ist, erhdht sich femer die 
Kontaktierungssicherheit sofem daffir in einem Lesege- 
rat entsprechende, getrennte, zweiseitige Abgriffstellen 
vorgesehen sind- 
Die Verwendung eines einseitigen Substrats fiir die 

55 Erzeugung eines zweiseitigen Kontaktlayouts ist eine 
technisch einfache und wirtschaftlich gunstige M6glich- 
keit zur Erzeugung eines sehr flexiblen Chiptragermo- 
duls, wobei sich eine derartige Substratvariante gut fur 
Mehrchipldsungen (MCM) im Chipkartenbereich eig- 

60 net 

Das Anwendungsgebiet der vorliegenden Erfmdung 
umfaBt aiie moglichen Formen von kontaktbehafteten 
Speicherchipkarten, wie beispielsweise die sogenannte 
Teiefonkarte, und femer Mikroprozessorkarten, wie 
65 beispielsweise elektronische Bankkarten oder Ausweis- 
karten. Die vorliegende Erfindung ist dabei sowohl auf 
Chipkarten, deren AuBenanschluB weiter zu der Kar- 
tenmitte hin angeordnet ist, als auch auf solche Chipkar- 
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ten, die RandanschlQsse aufweisen, anwendbar. 

Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung sind in 
den abhangigen Anspriichen dargelegt 

Bevorzugte AusfQhrungsbeispiele werden nachfoi- 
gend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeicbnungen 
niher erliutert Es zeigen: 

Fig. lAbis lCQuerschnittansichten,die verschiedene 
Schritte bei der Herstellung einer erfindimgsgemSBen 
Chipkarte darsteiien; und 



stellt ist, kann nachfolgend ein Deckel 26 aufgebracht 
werden, um die strukturellen Unebenheiten der Haupt- 
oberflache des Kartengrundkorpers 10 auszugleichen 
und femer den oder die Chips 24 zu hausen. Die Form 
des Deckels ist in nicht-aufgebrachter Form in gestri- 
chelten Linien bei 26' dargestelit Der Deckel weist eine 
Ausnehmung 28 zur Aufnahme des Chips 24 auf. Statt 
eines derartigen Deckels, der auch als Kartengegen- 
stuck bezeichnet werden kann, kann die erfindungsge* 



Fig. 2 eine Draufsicht bzw. eine Schnittansicht eines lo m^Be Karte auch durchUmspritzen oder Auflaminieren 



Kartengrundkorpers mit einem auf demselben ange- 
brachten flexiblen Substrat 

In Fig. lA ist eine Querschnittansicht eines Karten- 
grundkdrpers 10 dargestelit Der Kartengnmdkdrper 10 
kann beispielsweise aus einer Vielzahl unterscfaiedMer 
Kunststoffe bestehen, die in der Technik auf dem Gebiet 
der Chipkarten gut bekannt sind. Der Kartengrundkdr- 
per 10 weist bei dem bevorzugten AusfOhrungsbeispiel 
eine Ausnehmung 12 in einer Hauptoberflache dessel- 



endbehandelt werden, so daB in jedem Fall die ge- 
wQnsdite Dicke und Form der Karte erreidit wird und 
der Oup 24 geschatzt ist £Ke Bereiche des flexiblen 
Substrats auf dem verdlckten Bereich 22 des Karten- 
grundkorpers 10 bleiben weiterhin freiliegend und bil- 
den nach Fertigstellung die AuBenkontakte der Karte, 
wobei dieselben mindestens auf der Hohe der Karten- 
oberflSche oder daruber liegen, 
Wie femer am besten in Fig. 1 A zu sehen ist, weist bei 



ben auf. Wie in Fig. IB dargestelit ist, wird auf die 20 dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Karten- 



HauptoberflSche des Kartengrundkorpers 10, in der die 
Ausnehmung 12 gebildet ist, ein einseitiges flexibles 
Substrat 14 aufgebracht Das flexible Substrat 14 weist 
elektrisch leitfaliige Bereiche auf, die bei dem bevorzug- 
ten Ausfiihrungsbeispiel durch auf eine Hauptoberfla- 
che des flexiblen Substrats 14 aufgebrachte Metallisie- 
rungen 16 realisiert sind. Das flexible Substrat 14 wird 
mit nach oben ausgerichteten elektrisch leitf&h^en Be- 
reichen 16 derart auf die Hauptoberflache des Karten- 



grundkorper in der zweiten Hauptoberflache, d h. der 
unteren Hauptoberflache, desselben eine Nut 30 auf. 
Der Teil 14' des flexiblen Substrats 14 weicht nach dem 
Umbiegen desselben exakt bis in die Nut 30. Dadurch 
25 kann gewahrleistet werden, dafi der umgebogene Teil 
14' des flexiblen Substrats fest mit dem Kartengrund- 
kdrper 10 verbunden bleibt 
Fig. 2 zeigt eine Draufsicht und eine Schnittansicht 



entlang der Linie A-A zur Veranschaulichung der erfin- 
grundkdrpers 10 aufgebracht, daB das flexible Substrat 30 dungsgem^Ben Chipkarte. In Fig, 2 sind einzehie An- 
14 den Konturen der Hauptoberflache folgt schluBleitungen 16a bis 16d der Metallisierung 16 darge- 

Das Ober den Kartengrundkorper 10 hmausstehende stellt Diese AnschluBleitungen 16a bis 16d enden in 
Ende 14' des flexiblen Substrats 14 wird nachfolgend in AnschluBflachen 32. die zur Kontaktierung der Metalli- 
Richtung des Pfeils 18 nach unten gebogen, derart, daB sierung rait Anschlufibereichen des Chips, in Fig. 2 nicht 
ein Teil desselben auf der der ersten Hauptoberflache 35 dargestelit, dienen. 
gegeniiberliegenden zweiten Hauptoberflache des Kar- 
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tengrundkorpers 10 zu liegen kommt Wie in den Figu- 
ren dargestelit ist, ist die Kante 20 des Kartengrundkdr- 
pers, um die das flexible Substrat 14 gebogen wird, vor- 
zugsweise abgerundet 

Die Haftung des flexiblen Substrats 14 auf dem Kar- 
tengrundkorper 10 wird vorzugsweise mittels eines 
schnell aushartenden Klebstoffs erreicht, der vorher 
entweder auf den Kartengrundkdrper 10 und/oder auf 
die Substratunterseite des flexiblen Substrats 14 aufge- 
bracht wurde. Die Metallisierung 16 des flexiblen Sub- 
strats 14 ist derart beschaffen, daB sie beim Biegevor- 
gang keine Beschadigung, wie z. B. Risse, Bruche oder 
eine Delamination in der Verformungszone, erfShrt 

Bei dem in den Figuren dargestellten AusfOhrungs- 50 
beispiel befmden sich die AuBen? oder AnschluB-Kon- 
takte auf der oberen und unteren Oberflache des ver- 
dlckten Bereichs 22 des Kartengrundkorpers 10. Die 
Bereiche, in denen die AuBenkontakte auf beiden 
HauptoberflSchen des Kartengrundkdrpers 10 gebildet 55 
sind, bilden vorzugsweise jeweils auf beiden Seiten der 
Karte die hochste SteUe der Oberflache. 

Bei dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel werden 
nachfolgend auf das flexible Substrat 14 ein oder mehre- 
re Chips innerhalb der Ausnehmung 12 derart aufge- 
bracht, daB Kontaktbereiche, d. h. AnschluBflachen, der 
Chips elektrisch mit den Metaliisierungen 16 auf dem 
flexiblen Chip verbunden sind. Der oder die Chips 24 
werden beispielsweise an das flexible Substrat 14 ge- 
bondet Um eine mdglichst geringe Kartendicke zu er- 
moglichen, ist es bevorzugt, Verfahren der NacktcMp- 
verarbeitung zu verwenden. 
Wie in Fig. IQ die die fertige Chipkarte zeigt, darge- 
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Patentansprfiche 

1. Chipkarte mit einem Kartengrundkorper (10), ei- 
nem Chip (24) und einem flexiblen Substrat (14), 
wobei der Chip (24) und ein Teil des flexiblen Sub- 
strats (14) auf einer ersten Hauptoberflache des 
Kartengrundkorpers (10) derart angeordnet sind, 
daB elektrisch leitfahige Bereiche (16) des flexiblen 
Substrats (14) mit Anschlufibereichen des Chips 
(24) elektrisch verbunden sind, wobei das flexible 
Substrat (14) um zumindest eine Kante (20) des 
Kartengrundkorpers (10) gebogen ist, derart, daB 
em Teil des flexiblen Substrats (14') auf einer zwei- 
ten Hauptoberfl^he des Kartengnmdkdrpers (10) 
angeordnet ist, und wobei die elektrisch leitfahigen 
Bereiche (16) des flodblen Substrats (14) AnschluB- 
kontakte auf der ersten und der zweiten Haupt- 
oberflache des Kartengrundkorpers (10) defmieren. 
Z Chipkarte gemaB Anspruch 1, bei der in der er- 
sten Hauptoberflache des Kartengrundkorpers (10) 
eine Ausnehmung (12) gebildet ist, in der der Chip 
(24) angebracht ist 

3. Chipkarte gemafl Anspruch 1 oder 2, bei der das 
flexible Substrat (14) durch emen schnell ausharten- 
den Klebstoff an dem Kartengrundkorper (10) an- 
gebracht ist 

4. Chipkarte geraaB einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei der der Kartengrundkdrper (10) derart ausge- 
bildet ist daB die AnschluBkontakte zumindest im 
Bereich einer maximalen Beabstandung der zwei 
Hauptoberflachen angeordnet sind. 

5. Chipkarte gemaB einem der Anspruche 1 bis 4, 
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die feraer zumindest einen weiteren Chip aufweist, 
der auf der ersten Hauptoberfliche des Karten* 
grundkorpers (10) angeordnet und mit elektrisch 
leitfahigen Bereichen des flexiblen Substrats (14) 
elektrisch leitend verbunden ist 5 

6. Chipkarte gemSfi Anspruch 2, die femer eine 
Abdeckung (26) zum Hausen des Chips (24) auf- 
weist, die auf die erste Hauptoberflache des Kar- 
tengrundkdrpers aufgebracht ist, wobei die An- 
schlufikontakte exponiert bleiben. lo 

7. Chipkarte gemSB Anspruch 6, bei der die Abdek- 
kung (26) strukturelle Unterschiede der Dicke des 
Kartengrundkdrpers (10) ausgleicht und eine im 
wesentlichen glatte Kartenoberflache liefert 

8. Chipkarte gemaB einem der Anspruche 1 bis 7, 15 
bei der die Kante (20), mn die das flexible Substrat 
(14) gebogen ist» abgenindet ist 

9. Verfahren zum Erzeugen von Anschlufikontak- 
ten auf zwei Hauptob^^chen einer Chipkarte mit 
folgenden Schritten: 20 
Bereitstellen eines Kartengrundkdrpers (10); 
Aufbringen eines Teils eines flexiblen Substrats 
(14), das elektrisch leitf ahige Bereiche (16) aufweist, 
aiif eine erste Hauptobeiflache des Kartengrund- 
kdrpers (10) derart, daB ein teil (14') des flexiblen 25 
Substrats (14) iiber eine Kante (20) des Kanten- 
grundkorpers (10) vorsteht; und 

Biegen des vorstehenden Teils (140 flexiblen 
Substrats (14) um die Kante (20) des Kartengrund- 
kdrpers (lOX derart, da6 ein Teil des flexiblen Sub- 30 
strats (14) auf der zweiten Hauptoberflache des 
Kartengrundkdrpers (10) zu liegen kommt, wobei 
die elektrisch leitfahigen Bereiche (16) des Sub- 
strats (14) die AnschluBkontakte auf der ersten und 
der zweiten Hauptoberflache des Kartengrundkdr- 35 
pers (10) definieren. 
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